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【 請 求 項 １ 】
（ ａ ） 第 １ 導 電 型 の 半 導 体 基 板 上 に 第 １ 導 電 型 の 第 １ 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 、
（ ｂ ） 前 記 第 １ 半 導 体 層 の 存 在 下 で 、 前 記 第 １ 半 導 体 層 上 お よ び 前 記 半 導 体 基 板 の 裏 面 に
第 １ 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 、
（ ｃ ） 前 記 第 １ 絶 縁 膜 を 選 択 的 に エ ッ チ ン グ し 、 前 記 第 １ 半 導 体 層 上 の 前 記 第 １ 絶 縁 膜 に
前 記 第 １ 半 導 体 層 に 達 す る 開 口 部 を 形 成 し 、 前 記 半 導 体 基 板 の 前 記 裏 面 の 前 記 第 １ 絶 縁 膜
を 残 す 工 程 、
（ ｄ ） 前 記 （ ｃ ） 工 程 後 、 前 記 開 口 部 内 を 含 む 前 記 第 １ 半 導 体 層 上 の 前 記 第 １ 絶 縁 膜 上 に
不 純 物 導 入 材 料 を 配 置 す る 工 程 、
（ ｅ ） 前 記 不 純 物 導 入 材 料 の 存 在 下 で 前 記 半 導 体 基 板 に 熱 処 理 を 施 す こ と に よ り 、 前 記 開
口 部 か ら 前 記 第 １ 半 導 体 層 に 第 ２ 導 電 型 の 不 純 物 を 導 入 し 、 前 記 開 口 部 の 底 部 に て 前 記 第
１ 半 導 体 層 の 表 面 に 第 ２ 導 電 型 の 第 ２ 半 導 体 層 を 形 成 し 、 前 記 半 導 体 基 板 と 前 記 第 １ 半 導
体 層 と 前 記 第 ２ 半 導 体 層 と を 備 え た 半 導 体 素 子 を 形 成 す る 工 程 、
（ ｆ ） 前 記 （ ｅ ） 工 程 後 、 前 記 半 導 体 基 板 の 前 記 裏 面 の 前 記 第 １ 絶 縁 膜 を 除 去 す る 工 程 、
（ ｇ ） 前 記 （ ｆ ） 工 程 後 、 前 記 半 導 体 素 子 の 特 性 を 検 査 す る 工 程 、
を 含 こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　
　

【 請 求 項 ３ 】
　
　

【 請 求 項 ４ 】
　

む

前 記 （ ｇ ） 工 程 に お い て 所 望 の 特 性 が 得 ら れ な か っ た 場 合 に は 、
さ ら に 、 前 記 半 導 体 基 板 に 前 記 （ ｅ ） 工 程 に お け る 前 記 熱 処 理 と は 別 途 の 熱 処 理 を 施 し

た 後 に 、 前 記 （ ｇ ） 工 程 を 再 度 実 施 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製
造 方 法 。

前 記 半 導 体 素 子 は 、 Ｐ Ｎ 構 造 ダ イ オ ー ド で あ り 、
前 記 （ ｇ ） 工 程 は 、 前 記 Ｐ Ｎ 構 造 ダ イ オ ー ド の ツ ェ ナ ー 電 圧 を 検 査 す る 工 程 で あ る こ と

を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。

前 記 （ ｅ ） 工 程 に お け る 前 記 熱 処 理 に よ っ て 、 前 記 不 純 物 導 入 材 料 の 一 部 の 前 記 不 純 物



　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
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が 、 前 記 半 導 体 基 板 の 前 記 裏 面 の 前 記 第 １ 絶 縁 膜 内 に 取 り 込 ま れ 、
前 記 （ ｆ ） 工 程 は 、 前 記 不 純 物 が 導 入 さ れ た 前 記 半 導 体 基 板 の 前 記 裏 面 の 前 記 第 １ 絶 縁

膜 を 除 去 す る 工 程 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。

前 記 （ ｃ ） 工 程 に お け る 前 記 第 １ 絶 縁 膜 の エ ッ チ ン グ は 、 ス ピ ン エ ッ チ ン グ 法 に て 行 う
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。

前 記 （ ｃ ） 工 程 に お け る 前 記 第 １ 絶 縁 膜 の エ ッ チ ン グ は 、
前 記 第 １ 半 導 体 層 上 に 形 成 さ れ た 前 記 第 １ 絶 縁 膜 上 に 選 択 的 に エ ッ チ ン グ マ ス ク を 形 成

す る 工 程 と 、
前 記 エ ッ チ ン グ マ ス ク を 使 用 す る ド ラ イ エ ッ チ ン グ 法 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １

記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
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